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1 触控按键 MCU PCB 常用方案设计要点 

1.1 应用电路设计图 

 以 8276 16 键为例，触控部分电路如图 1 所示： 

 
图 1 

其中，CTK 方案 CLD 脚需外接匹配电容，此时电容容值推荐使用 103（10nF），STK 方案

的芯片 CLD 脚空接。 

1.2  PCB layout 布局建议 

1.2.1 触控 IC 和匹配电阻、电容布局 

⑴ 布局时，触控 IC 尽量放置在所以按键的中心位置，如图 2 所示： 

 
图 2 

⑵  触控网络上的抗干扰电阻的选择分两种，CTK 方案选用 1K 电阻，STK 方案选用 220R 电

阻，并且电阻都尽量靠近 IC 引脚； 
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⑶  CLD 电容尽量靠近 IC，电容的接地脚到 IC 的接地脚之间的走线尽量短，并且避免 CLD

引脚至电容之间的网络、走线与其它网络的走线交叉； 

触控 IC 电源线路 

 电源和地的走线需线同时进过滤波电容，再分别接入 IC 的 VDD 和 VSS 引脚； 

滤波电容布局时尽量靠近 IC 的 VDD 和 VSS 引脚； 

不可从滤波电容至 IC 的 VDD 脚之间，再走线给其它器件供电。 

电源走线参考如图 3 所示： 

 
图 3 

白色高亮走线为 IC 的电源和地走线，两条走线一起经过 C7、C5 两个滤波电容，再同时接入

IC 的 VDD、VSS 引脚，并且 C7 之后没有电源走线接入其它器件。 

触控感应 PAD 

根据不同应用，感应 PAD 的材料通常为 PCB 铜箔、弹簧、金属片、金属柱、导电胶等； 

PCB 铜箔 PAD 通常建议按键铜箔上加阻焊剂，铜箔尽量保持规则对称，比如圆形、正方形

等；  
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使用弹簧触摸按键时，保证所有弹簧按键至介质面板之间无空隙； 

根据不同应用铜箔直径范围为 8mm~15mm，符合成人的手指大小，特殊应用时最小直径不

小于 5mm，且 PAD 与 PAD 的边距建议保留一个 PAD 直径的距离； 

如项目中，PCB 板空间有限，PAD 之间距离太小，请咨询十速工程师方案可否实现。 

布线要求 

PAD 至 IC 触控引脚之间的 TK 网络走线尽量细，尽量短，线宽推荐为 7mil~10mil，不建议

走线宽度大于 0.3mm； 

触控（以下简称 TK）网络上的 PAD、走线、元件应尽量远离其它网络的元件、走线、以及

大电流和高频信号源； 

IC 做 STK 方案时，多个 TK 的走线建议长度一致（可考虑绕线），如图 4所示： 

 

图 4 

⑴ 不同 TK 网络之间的走线在有限的范围内尽量保持距离，建议保持 0.5mm 以上，并且与

其它 TK 网络的 PAD 尽量远； 

⑵ TK 走线与 PAD 不在 PCB 的同一层时，建议走线至 PAD 的中心位置再打孔连接 PAD，

如图 5 所示： 
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图 5 

⑶ 所有 TK 网络的走线不能与其它网络走线先交叉，TK 走线除第⑸条情况外不能打过

孔； 

⑷ PAD 的背面尽量不放置元件以及其它走线，元件和走线也应该尽量远离 PAD。 

1.3  敷铜要求 

⑴ 只有在做 STK 方案时建议敷铜，VSS 敷铜可增加 PCBA 的抗干扰性能； 

⑵ VSS 敷铜的网络应该从滤波电容的接地脚引出； 

⑶ 敷铜尽量把触控网络包起来，而且不同 TK 网络之间尽量有敷铜，同时敷铜铜皮至

TK 网络的走线、元件焊盘建议保留 1mm或者以上间距，如图 6 所示： 

 
图 6 

⑷ 敷铜时，PAD 的背面层要镂空，镂空大小建议半径比 PAD 大 1mm，如图 7 所示： 

 

图 7 



 

 

十速触控 PCB 设计指南 

 
 

 

TL-十速觸控 PCB_S                                        8 Rev 0.90,  2020/07/20 

 

1.4 触摸面板材料 

⑴ 触摸面板常用绝缘材质，常见亚克力、玻璃、木材等面板，十速触控方案还支持金属

材质做触摸面板； 

⑵ 面板的厚度越厚，触摸的灵敏度越小，信噪比越低，常用的亚克力面板建议厚度在

1~4mm。 

 

 

2 常用触控方案的设计 

2.1 PCB 铜箔 PAD 触控方案 

铜箔做 PAD 的是常用方案之一，在 PCBlayout 时画铜箔当作触控感应按键，铜箔上面建

议加阻焊剂。如图 8、图 9 所示： 

 
图 8（每个圆形铜箔做一个按键） 

 
图 9（不规则铜箔组合做触摸滑条按键） 

注意，用多个不规则铜箔组合做触摸滑条按键时，每个铜箔之间的间距不能太大，可参考

图 9，组合滑调按键可做成任意形状，但通常是长条矩形、圆环形等图案。另外，铜箔

PAD+LED 指示灯时，LED 可紧挨相应的 PAD 放置，或者放在 PAD 的背面，通过打孔透光，

如图 10 所示： 

  图 10 
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2.2  弹簧 PAD 触控方案 

弹簧做 PAD 也是常用方案之一，弹簧直径建议不大于 20mm，弹簧中心位置可以布局 LED

灯，如图 11 所示： 

 
图 11 

2.3  带触控的 LCD 屏设计 

触控屏的 PCB layout 遵循之前所述要求及建议，示例方案如图 12 所示： 

 
图 12 

2.4  金属面板设计 

十速触控 MCU 还支持金属面板方案设计，具体实施请咨询十速工程师。 
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